中国半导体行业协会封装分会

中半封[2006]002号

关于召开“2006年第四届中国半导体封装测试技术与市场研讨会”的第二轮通知

各有关单位：

由中国半导体行业协会主办、中国半导体行业协会封装分会承办的“中国半导体封装测试技术与市场研讨会”已于天水、广州、连云港举办过三届，第四届将于2006年5月16日至18日在四川省成都市金牛宾馆召开。

本次研讨会将主要研讨封装测试市场发展趋势、先进封装测试技术和绿色封装等行业热点问题，同时将发布中国半导体封装产业一年一度的调研报告。本次会议除主会场外还将设立无铅技术和测试技术两个分会场。中国半导体行业协会理事长俞忠钰先生，信息产业部经济运行司黄建忠处长，东京精密特别顾问、中国半导体行业协会荣誉顾问大坪英夫先生将莅临会议并做精彩报告，欢迎各有关单位极积参加并踊跃投稿。现将会议有关事项通知如下：

1、 指导单位：中国电子学会

信息产业部电子信息产品管理司

成都市人民政府

2、 主办单位：中国半导体行业协会

三、承办单位：中国半导体行业协会封装分会

四、协办单位：成都市高新技术开发区

北京菲尔斯信息咨询有限公司

五、支持单位：北京半导体行业协会

上海集成电路行业协会

广东省半导体行业协会

江苏省半导体行业协会

苏州集成电路行业协会

华美半导体行业协会

美国高密度封装协会

六、协办媒:《电子工业专用设备》

七、支持媒体：《中国电子报》、《电子资讯时报》、

八、时    间：2006年5月16日至18日（15日报到）
九、地    点：成都金牛宾馆（成都国宾馆）
十、会议内容：

1、 国内外封装测试市场发展趋势与展望；

2、 先进封装测试技术：

（1） 先进封装工艺（SIP\BGA\CSP\WLP\FC等）

（2） 无铅封装、组装与表面涂层技术；

（3） 封装可靠性与测试、测量技术；

（4） 表面组装技术；

（5） 先进封装设备与材料

3、 中国半导体封装产业调研报告

（1） 2005年度中国IC封装产业调研报告；

（2） 2005年度中国分立器件封装测试产业调研报告；

（3） 2005年度中国金属、陶瓷封装产业调研报告；

（4） 2005年度中国环氧模塑料产业调研报告；

（5） 2005年度中国半导体引线框架产业调研报告；

（6） 2005年度中国半导体封装专用设备产业调研报告；

（7） 2005年度中国电子封装科研开发与人才培养机构调研报告。

目前赞助企业有：
安捷伦科技（上海）有限公司（半导体测试部）
爱德万测试（苏州）有限公司
中心国际集成电路（成都）封装测试有限公司
DEK



             英特尔（成都）封装测试有限公司
             江苏长电科技股份有限公司
             天水华天科技有限公司
             南通富士通微电子股份有限公司  

十一、受邀部分企业（企业简称）（包括赞助企业在内，排名不分先后）
    Intel       UTAC（上海）         Fairchild（苏州）
    TI         ASEGroup        Freescale             Carsem

    Chipmos    ASAT           GAPT                Amkor

Infineon    PSI              Samsung             SGNEC

FUJITSU   Unisem          RSB                 STMicroelectronics                                                       

江苏长电科技               飞索半导体（苏州）   美光(西安)

天水华天科技               通用半导体   清华大学封装技术研究中心   上海纪元微科              上海华旭  

    浙江华越芯装电子           CADENCE          日月光

安靠封装测试               ……

十三、会议组委会联系方式
上海：

联系人：黄刚  甘风华

电  话：021-38953725  38953726

传  真：021-38953726

Email:hg@chinaepe.com.cn

地  址：上海市张江高科技园区科苑路201号B106室（201203）

中国半导体行业协会封装分会

2006年2月28 日   

2006年第四届中国半导体封装测试技术与市场研讨会

参会回执表

（成都设计企业可免费参会）

	单位名称
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	经营范围
	

	联系人
	
	电话
	
	E-mail
	

	参会代表
	性别
	职务
	会务费类别
	电话
	传真
	手机

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	请选择下列参会类型：

□ A类：2500元人民币/人(1人住单间或标准间)；

□ B类：1800元人民币/人(2人合住标间)；
    □ C类：800元人民币/人(含听讲费、会议资料、午餐费等)；  
□ 我单位希望在研讨会上作技术演讲,请预留时间段。
    注: A、B 类均含听讲席位、会议资料、会议期间餐费及3天住宿费等。

	申请演讲：

拟演讲的题目：

拟演讲人姓名                          职务

投稿信箱：faithbj@chinaepe.com.cn，请注明会议投稿。

(主办单位将根据各公司的申请情况统筹安排,如有特殊情况请提前声明)

	□ 银行转帐
户  名: 北京菲尔斯信息咨询有限公司

开户行：北京银行新源支行

帐  号: 01090510800120109086067
	□ 邮局汇款
地  址：北京市朝阳区西坝河南里3号国都写字楼508室

邮  编：100028
收款人：北京菲尔斯信息咨询有限公司

	参会负责人签字并加盖公章
	负责人（签字）：               年   月   日 


备注:
1. 此表复印有效，请认真填写清楚尽快回传至会议组委会，以便做好各项安排工作；

2. 传真：010-64676495

3. 报名联系方式：
上海:  联系人： 黄  刚，甘凤华：Tel: 021-38953725分机601    
